
Techno Print Co., Ltd

FPC圧着加工（ACF圧着）

装置

仕様 ・対応ＡＣＦ幅：0.8～2.5㎜ ・アライメント精度：外形合せ±0.2㎜ ・アライメント精度：±0.1㎜
・リール品のみ ・最大ワーク：300mm幅*400mm ・最大ワーク：300mm幅*650mm
・ACF貼り長さ：5～35㎜ ・FPC圧着サイズ：5～35mm（60mm） ・FPCサイズ：100～300mm
・ＡＣＦは、原則お客様支給を希望。 ・端子ピッチ：0.5㎜以上 ・端子ピッチ：0.15mm以上

・導通抵抗：5Ω以下 ・導通抵抗：5Ω以下
＊当社保有のＡＣＦでも対応可。 ・最小スペース：0.3㎜以上 ・最小スペース：0.1mm以上
＊保有ACF　CP9731S9K ・絶縁抵抗：50MΩ以上 ・絶縁抵抗：50MΩ以上
　（ＴＰ用高温圧着タイプ) ・圧着温度：130℃～250℃ ・圧着温度：130℃～250℃

ACF貼り機 圧着機 アライメント付大型圧着機

・弊社で加工した基板やご支給基板にACF圧着にてFPC貼合致します。


HP用FPC実装まとめ

				ＦＰＣ実装の試作加工（ＡＣＦ圧着） シサクカコウアッチャク

				　　１、ＴＣＮの持つ技術力、豊富な経験、製造力で様々なＦＰＣ実装に対応いたします。																								保有　ＡＣＦ ホユウ

						・抵抗膜方式タッチパネル1500万台以上の製造実績有。（突き当て方式） テイコウマクホウシキマンダイイジョウセイゾウジッセキアリツアホウシキ																						　・ＴＰおよびＩＴＯ　Ｈｅａｔｅｒ　共通 キョウツウ

						・100～300㎜幅FPCをITOヒーターへ一括圧着実績。　（アライメント方式） ハバイッカツアッチャクジッセキホウシキ																								品番 ヒンバン		ＣＰ９７３１Ｓ９Ｋ-

				　　２、試作、小ロット製品も基板１枚から対応いたします。 キバンタイオウ																												ヘッド温度 オンド		粒径 リュウケイ		幅 ハバ

				　　３、FPCの設計からFPC作製（外注）も対応可能です。 セッケイサクセイガイチュウタイオウカノウ																										高温 コウオン		３２０℃		10μｍ		１．５ｍｍ

																														高温 コウオン		３２０℃		10μｍ		２．０ｍｍ

						抵抗膜式タッチパネル テイコウマクシキ												ＴＥＧパターン														ピーリング確認により変更有 カクニンヘンコウアリ

						　

				圧着例 アッチャクレイ

																												　　ＡＣＦ(異方性導電ﾌｲﾙﾑ）は、半田を使わない実装技術で、主にLCD等にＦＰＣを接続するFOG(Film On Glass）に イホウセイドウデンハンダトウセツゾク

																												使われている。この技術を応用してコネクター接続をACF実装に変更することで、軽量、極薄の接続が可能となり、

																												電子機器の軽量・小型・薄型実装を実現している。

																												弊社は、抵抗膜方式タッチパネルやＩＴＯ透明ヒーターの入力端子用ＦＰＣ等の電気的な接続のために ヘイシャテイコウマクホウシキトウメイニュウリョクタンシヨウトウデンキテキセツゾク

																												ACF圧着実装を長年製造している。 アッチャクジッソウナガネンセイゾウ

																												その経験と実績を生かして、お客様の実験や少量試作・量産のお手伝いをさせて頂きますので、ご相談ください。

						ACF貼り機 ハキ						圧着機 アッチャクキ						アライメント付大型圧着機 ツキオオガタアッチャクキ

				装置 ソウチ

				仕様		・対応ＡＣＦ幅：0.8～2.5㎜ タイオウハバ						・アライメント精度：外形合せ±0.2㎜ セイドガイケイアワ						・アライメント精度：±0.1㎜ セイド

						・リール品のみ ヒン						・最大ワーク：300mm幅*400mm サイダイハバ						・最大ワーク：300mm幅*650mm サイダイハバ

						・ACF貼り長さ：5～35㎜ ハナガ						・FPC圧着サイズ：5～35mm（60mm） アッチャク						・FPCサイズ：100～300mm

						・ＡＣＦは、原則お客様支給を希望。 キボウ						・端子ピッチ：0.5㎜以上						・端子ピッチ：0.15mm以上

												・導通抵抗：5Ω以下						・導通抵抗：5Ω以下

						＊当社保有のＡＣＦでも対応可。						・最小スペース：0.3㎜以上						・最小スペース：0.1mm以上

						＊保有ACF　CP9731S9K ホユウ						・絶縁抵抗：50MΩ以上						・絶縁抵抗：50MΩ以上

						　（ＴＰ用高温圧着タイプ)						・圧着温度：130℃～250℃						・圧着温度：130℃～250℃

				貼り合せ対象 ハアワタイショウ

						・ＦＰＣとガラス

						・ＦＰＣとフイルム(ポリイミドフィルムは実績有） ジッセキアリ

						使用するＡＣＦは、原則お客様支給でお願します。 シヨウゲンソクキャクサマシキュウネガイ

						　なお、当社保有のＡＣＦでも対応可（ＴＰ用高温圧着タイプ) ヨウコウオンアッチャク

						ＦＰＣ作製(外注）も対応可能です。 ガイチュウ

				納期

						最短中３日より対応（実装のみ） ジッソウ



タッチパネル等

ＦＰＣ基板

ＡＣＦ

加熱・加圧

（ＡＣＦ実装原理）　ＡＣＦは熱硬化樹脂の中に導電粒子を均一に分散させることで、導通と絶縁を同時に実現できるフィルムタイプの接続材料です。ＦＰＣとタッチパネル等の回路基板間にＡＣＦを挟み、アライメントし、約200℃程度で加熱・加圧する。　圧着加工後、縦方向は導通し、横方向は絶縁する特徴を生かし、基板の多数の電極を一括接続する事が可能。
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